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前言

　　在过去的十几年里，电子产品的制造技术不断发展，工艺水平不断提高，以sMT为核心的第四代
主流工艺技术广泛地应用在电子产品的装配中。
我国现已成为全世界电子产品生产制造的重要基地。
为适应国家大力振兴现代化制造业的要求，针对电子产品制造业劳动力市场急需大量对工业生产过程
具有真知灼见的工程技术人员和熟练操作工人的现状，按照高等职业教育培养目标与基本要求，结合
职业培训的需要，我们对原《电子装配工艺》一书的课程内容与知识点做了修改。
本书以应用为目的，以“必需、够用”为度，针对电子整机装配生产实际情况，讲原理、说方法、练
技能。
让学生既学到所需的专业知识，又掌握实际操作技能，着重提高学生的工程素质。
　　学习本书的目的是使学生具备电子整机装配知识和直接从事电子整机装配的基本技能。
要实现这一目标，在教学过程中要面向市场，从职业岗位分析入手，确立以能力为本位的教学指导思
想，培养学生成为能够适应电子整机生产、服务、技术和管理等一线工作的需要，德、智、体、美等
全面发展的高等技术应用型专门人才。
　　本教材的突出特点是浅显、实用，紧密结合生产实际，反映新知识、新技术、新工艺、新方法，
将能力与技能培养贯穿于始终。
例如，突出元器件基本知识，突出手工焊接（三步法，五步法）操作技巧，突出整机的焊接、装配、
调试的工艺要求，在新知识、新技术方面，介绍SMT表面安装技术涉及的元件、设备和操作等。
本教材编写的宗旨在于学以致用、培养熟练技能。
考虑到各地区、各学校课程的设置，师资力量、教学条件的差异，实训操作单列为第8章表述，便于
教学中灵活选择。
　　本书由苏州高级工业学校陈其纯编写绪论和第8章中实训4、5、6、7、8；南京信息职业技术学院
王玫编写第l、2、6章和第8章中实训1、2、3、15、16、17，并负责全书定稿工作；常州第三职业高中
朱国平编写第3、5章和第8章中实训9、10、11、12、13、14；南京信息职业技术学院金鸿编写4、7章。
　　对在本书编写过程中有关各方的指导和支持，表示诚挚的感谢。
　　由于编者水平有限，书中难免存在一些错误和不妥之处，恳请广大读者批评指正。
　　本书采用出版物短信防伪系统，用封底下方的防伪码，按照本书最后一页“郑重声明”下方的使
用说明进行操作可查询图书真伪并赢取大奖。
本书同时附有防伪码和学习卡，配套学习卡资源，按照本书最后一页“郑重声明”下方的学习卡使用
说明， 　　为了方便教学，以下列出课时分配表，供教师教学参考。
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内容概要

　　《电子装配工艺（第2版）》编写过程中，遵循“精选内容、加强实践、培养能力、突出应用”
的原则，同时参照了有关的国家职业技能标准和行业职业技能鉴定规范。
主要内容有：电子装配工艺、电子元器件的检测、工艺标准、电子装配实训等。
《电子装配工艺（第2版）》具有内容精练、实用性强、通俗易懂、注重新技术和新器件的应用等特
点。
　　《电子装配工艺（第2版）》采用出版物短信防伪系统，用封底下方的防伪码，按照《电子装配
工艺（第2版）》最后一页“郑重声明”下方的使用说明进行操作可查询图书真伪并赢取大奖。
《电子装配工艺（第2版）》同时附有防伪码和学习卡，配套学习卡资源，按照《电子装配工艺（第2
版）》最后一页“郑重声明”下方的学习卡使用说明，登录上网学习，下载资源。
　　《电子装配工艺（第2版）》可作为高等职业学校电子信息类、电气控制类专业教材，也适用于
高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校，也可供相关工程技术人员
参考。
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章节摘录

　　印制电路板装配是按工艺文件的要求，将元器件插装到印制电路板上，并采用焊接或紧固件等连
接方法把元器件固定在印制电路板上的过程。
它是电子整机装配的关键部件的装配，其装配质量的好坏，直接影响到整机电路性能和安全使用性能
。
　　1.印制电路板装配工艺流程　　印制电路板装配依据元器件的引脚不同，有两种装配技术，即通
孔插装技术（THT）和表面装配技术（sMT）。
由于印制电路板上装配元器件数量多、工作量大，因此，电子整机厂的产品批量生产时都采用流水线
进行印制电路板装配。
根据产品生产的性质、批量、设备等情况的不同，生产流水线有这样几种形式：　　①手工插装、手
工焊接，每个工位只负责装配几个元件，这种方式只适用于小批量生产。
　　②手工插装、自动焊接，其生产效率和质量都较高，适合大批量生产。
　　③大部分元器件由机器自动插装、自动焊接，这种形式适合于大规模、大批量生产。
　　如果是产品样机试制或学生整机安装实习，常采用手工插装、焊接完成印制电路板的装配，其操
作过程为：待装元器件准备一引线成型、浸锡一插装一焊接一剪切引线一检验。
　　2.印制电路板装配工艺的要求　　印制电路板装配的总体要求是严格执行工艺文件的规定；遵循
元器件的插装原则；掌握一般元器件和特殊元器件的插装方法和要求；元器件插装正确，不能错插、
漏插；焊点光滑、无虚焊和连焊；自动化焊接中要控制好各项工艺参数。
印制电路板装配要求应做到以下几点。
　　①装配过程中每道工序要严格按工艺文件规定工序进行操作。
　　②每道工序工时的设置要均衡，防止某些工序电路板积压，确保流水作业正常进行。
　　③元件成型、预焊等准备工序，要提前进行。
　　④元器件的插装遵循先小后大、先低后高、先轻后重、先里后外的基本原则。
一般元器件的插焊顺序依次定为电阻器、电容器、二极管、晶体管、集成电路、大功率管和大规模集
成电路等。
　　⑤元器件的插装有卧式插装和立式插装、贴板插装和悬空插装。
卧式插装优点是牢固、稳定性好；立式插装密度大、拆卸方便；贴板插装安装简单、稳定性好；悬空
插装有利于散热，但插装较复杂，需控制一定高度以保持美观，悬空高度一般为2～6mm，如图3.2 6所
示。
元器件的插装应按工艺文件要求操作。
无特殊要求，只要印制电路板允许，通常采用贴板插装。
功率小于1w的电阻可贴板插装，功率较大的电阻可距板面2mm悬空插装。
电容、晶体管等元器件采用立式插装，元器件体距板面一般为2mm。
　　⑥元器件插装时，标记方向要一致，便于观察。
插装方向应符合阅读习惯方向，如图3.2 7所示。
　　⑦插装集成电路、集成电路插座、微型插孔、多头插头等多引线元器件，在插入印制电路板前，
必须用专用平口钳或专用设备将引线校正，注意引脚排列顺序，不允许强力插装，力求引线对准孔的
中心。
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